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E ste invento e s tá  relacionado con la s  b a d e n e s  p r i ­
m arias de p i la  seca d e l t ip o  chato y con un e lec trodo  par*-
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feoclonado para usarse  en la s  mismas#
En lo s  tip o s  a n te r io re s  de p i l a s  chatas# lo s  elementos 

ohatos estaban d isp u esto s  en e l  orden ap rop ía lo  en una oo- 
lumna% y se e s ta b le c ía  e l  contacto e lé c tr ic o  e n tre  lo a  va­
r io s  elementos mediante l a  ap licac ió n  de una p resió n  r e l a ­
tivam ente grande sobre a l  conjunto da l a  p ila#  Frecuente­
mente# asa p resió n  daba po r re su lta d o  una deformación da 
la  columna a menos que no se empleara un órgano re la t iv a s  
mente caro# t a l  como un envolvente de metal'# para  mantener 
a l  alineam iento deseado# O tra lim itao ló n  de lo s  t ip o s  an­
te r io re s  de p i la s  chatas# era  que adiamante podían u sarse  
prácticam ente como p i la s  B en un conjunto de acoplam iento 
en se rie #  por lo  que se qu iere d e c ir  p i l a s  de a l t a  tensión  
y c o rr ie n te  de pequeHa in ten sidad  adap tab les para p roveer 
v o l ta je  a l a  placa de una válvu la  e lec tró n ica#  En la s  p i la s  
A# es to  es le a  que tie n en  b a ja  ten s ió n  y c o rr ie n te  de a l t a  
In ten sid ad  adap tab les p a ra  proveer c o rr ie n te  da encendido 
a un filam ento  de vá lvu la  e lec tró n ica#  había que emplearse 
lo s  voluminoso a elementos eilín& rioosceH venoionalea en vea 
de lo s  elementos chatos# Bha lim ita c ió n  más de l a s  p i la s  
chatas a n te r io re s  B, era  que aun cuando se usaban l a s  co­
nexiones de plomo para  conectar lo s  elementos en seria#  
an vez de la s  conexiones po r p res ió n  que se mencionan a r r i ­
bad# un gran námero de soldaduras a ra  necesario  con e l  con­
s ig u ie n te  a l to  costo  y d if ic u lta d e s  en l a s  operaciones de 
producción en gran esoala#

EL p resen te  invento?, provee un elemento chato que 
puede emplearse ta n to  en p i la s  A como en p i la s  B, y  que 
puede conectarse y formarse en p i la  B s in  ninguna aoldadura
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y s in  l a  ap licac ió n  de presión# El p resen ta  invento tam­
b ién  provee una nueva p laca toma c o rr ie n te  o e lec trod o  
para un elemento chato como ese^ cuya p laca  tome co rrien te  
e s té  p ro teg id a  contra  e l  d e te rio ro  y  co rrosión  que des­
t r u i r í a  l a  a fec tiv id a d  d e l elemento#

El inven to  ae describe  ju n to  con lo s  diseños que lo  
acompaña:#, en donde:

Las f ig u ra s  1 y 2 muestran bandas re sp e c tiv a s  de p lá s ­
t ic o ,  a la s  cuales se l e  han ap licado  e lec tro d o s dobles 
10,  después de haber sido  sumergidos o re  oubi a r to s , como 
una etapa en l a  fa b ric ac ió n  de una p i l a  B;

La f ig u ra  3 es una elevación de lado  de la s  bandas 
re sp e c tiv a s  que se muestran en la s  f ig u ra s  1 y 3 con e l  
d esp o larizad o r y m a te ria le s  absorbentes e le c t r o l í t i c o s  
empleados en e l  elemento acabado;

La f ig u ra  4 es una v is ta  se o oi onal que re p re sen ta  una 
p i la  B acabada*, que ae forma armando y doblando lo s  e l e ­
mentos en l a  f ig u ra  3;

La fig u ra  5 corresponde a l a  f ig u ra  4 , pero  m uestra 
lo s  elementos conectados como en una p i la  A, l o  que se efec­
túa simplemente d iv id iendo  y disponiendo de nuevo lo a  dos 
lóbu los de lo a  e lec tro d o s  dobles 10 y después conectando 
lo s  mismos en p a ra le lo ;

La f ig u ra  6 ea una v i s ta  en p e rsp e c tiv a  de l a  p i la  
de la  f ig u ra  5;

La fig u ra  7 m uestra un e lec trod o  doble 10, con un l ó ­
bu lo  d e l mismo p ro teg ido  po r una lámina de p lá s t ic o  conduc­
t ib le  y no conductib le  en vez de a e r  sumergido adiamante;

60 Lea f ig u ra s  6 y $ corresponden a l a  f ig u ra  7^ pero 
muestran dos mañerea de co locar l a  lámina de p lá a tio o  no 
eoaduotib le  contigua a l a  lámina conductib le  para  im pedir
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2 0 5 2 5 8una acción lo c a l  p e r ju d ic ia l  en a l  elemento;
La f ig u ra  10 ea una v is ta  secc io nal de un elemento 

compuesto Aal e leo trodo  doble 10 de la  f ig u ra  7 , excepto 
que e l  cuerpo de p lá s t ic o  no conductib le 6, ae ha e lim i­
nado y ae ha reemplazado por una banda la rg a  21 que ae 
m uestra en la a  fig u ra a  1 -  A;

La f ig u re  11 aB una v i s ta  secc io nal de una p i la  B co­
rrespo nd ien te  a la  fig u ra  4 , excepto que e l  elemento con­
d u c tib le  de p lá s t ic o  5 ae ha in te rc a la d o  para im pedir máa 
efectivam ente e l  d e te r io ra  Ae l a  placa tom a-co rrien te ; y

La f ig u ra  12 ea una v is ta  en p e rsp e c tiv a  Ae l a  p i l a  
B en l a  f ig u ra  11*

0on re fe re n c ia  a la a  fig u raa  1 -  4  de lo a  d iaeaos, 
en donde ae i l u s t r a  l a  construcción de una p i la  B% una 
p lu ra lid a d  Ae e lec trod os dobles m atáliooa 10, 10*, 10'* , 
10* " ,  cada uno comprendiendo doa lóbulos conectados por 
una adata in te g ra l  18 , aa colocan aobre un adhesivo apro­
p iado  34% que ha sido  ap licado  de antemano a l a s  secc io ­
nes oen tra laa  Ae le a  bandea p lá e tic a a  a is la d o ra s  y no
porosas 21 -  21**
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Despuáa, ae in te rc a la n  maaaa desp o larizado res 19 y 
alm ohadillas u  cb leaa de absorbente e l e c t r o l í t i c o  18-18*% 
y lo a  elementos de la s  fig u raa  1 y 2 ae arman cara a cara

90

oomo ae m uestra en forma separada an l a  f ig u ra  3* Se p ro ­
veen o ja le s  apropiados de p lá s t ic o  41 pera  p e rm itir  la  do­
b ladura  de lo a  elementos armados an la  p i la  B en forma 
z ig -zag  que se m uestra en l a  f ig u ra  4*

Antea de doblarse lo s  elementos armados (que se mues­
tra n  separadamente en l a  f ig u ra  3) an l a  p i l a  B Ae la  f i ­
gura 4% loa  bordea Ae la a  bandea opuestas 21 -  21* ae
c ie rra n  a l  uno contra e l  otrc% po r l a  ap lica c ió n  Ae ca lo r
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y presión* También se c ie rra n  la s  bandea p lá s t ic a s  la s  
unas contra l a s  o tra s  en tre  lo s  elementos', e s to  qu iere  de-
a i r  en lo s  s i t i o s  correspondien tes a lo s  coneotaiores 15 
y loa  ojaLes 41, para im pedir e l  escape d e l e le c t r o l i to
de elemento a elemento* La cerradura puede e je c u ta r le  de

loo
t a l  manera que se de jan  re sp irad ero s  26 (fig *  4) adap ta-
b le s  para re te n e r  lo s  productos de la  descarga que re su l—
&ea de la s  operaciones de lo s  elementos* Una a l te rn a tiv a

; en e l  empleo de dos bandas de p lá s t ic o  21,  es u sa r una
banda simple re la tiv am en te  ancha y d o b la rla  en fom a de
sobre*

lo  6 Los m a te ria le s  que se emplean en l a  fab ricac ió n  de es-
ta  p i la  se describen  a continuación* Las bandas 21 son de 
un m ate ria l p lá s t ic o  a is la d o r  que es re s is te n te  y substan- 
cialm anta inmune a lo s  gasa#, e l  p lá s t ic o  p re fe r id o  es un 
caucho d o rin a d o  denominado "ELiofilm** El adhesivo 54

l í o puede s e r  de cu a lqu ie r olese apropiada', pero p re fe ren te ­
mente s e n s itiv o  a l a  p res ió n  para fa c i l id a d  y economía an
l a  producción en gran escala* Los depo lerizedoree  19 pue­
den s e r  masas comprimidas de d ióx ido  de manganeso y g ra fio

l i s
to ,  m ientras que le a  l& aiaas absorbentes 18 pueden s e r  de 
papel poroso capaz de absorber y  re te n e r  un e le c t r o l i to
como una solución de o lo ruro  de z inc  y clo ruro  de amonio* 
El e lec trod o  doble 10 se compone preferentem ente de sino  
y puede moldearse en una variedad  de formas rec tan g u lares

lao o redondas a-demáa de l a  forme i lu s t r a d a .
Un lóbu lo  de cada e lec trod o  doble 10', a que se hace 

re fe ren c ia  como la  p laca  tom a-oo rrien te , e s tá  re  cubierto  
por lo  menos en e l  lad o  i n t e r io r  con una capa conductible 
de e le c tr ic id a d  de un m a te ria l re sin o so  n a tu ra l  o s in té tic o  
que contiene un pigmento conductible de e le c tr ic id a d . La
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oapa 0 debe ae r sumamente r e s is te n te  a lo a  e le c t r o l i to s  
Para p ro te g e r e l  zino debajo de e l l a ,  contra l a  corrosión 
y acción química y además debe s e r  tenaz y f le x ib le .  Una 
capa C p refe  l i b i a  y que puede s e r  ap licada por medio de 
pu lverización ', usando una brocha o inm ersión, es un p lá a t i -

130 oo que contiene una fu e r te  cantidad de oaiRón en p a r t io s -
la a  f in a s .

En e l elemento oompletado en z ig  zag que ae muestra

-
en l a  f ig u ra  4', lo s  te n a in a le s  extremos son simplemente 
lóbu los 36 y 38 no re  cu b ierto s  re la tivam ente  pequeños de

1SS loa  e lec trod os dobles 10. EL term in al d e l extremo 36 es

- '
de p o larid ad  p o s itiv a ', pues e s tá  conectado con e l  lóbu lo  
re  oubi a rto  de un e lec trod o  do b le , m ien tras que e l te rm inal
38 es de p o la rid ad  negativa', puea e s té  conectado con un 
lóbu lo  de z inc  no re  cu b ierto  que unas veces ae in d ica  con

140 e l número 59. En te o r í a ,  cade lób u lo  de zino no recubiSirto
es un e lec tro d o  negativo  y l a  capa C es un e lec tro d o  po-
altivo?, habiendo e l e c t r o l i to  apropiado en lo s  portadores

146

de o o rrien te  18 in te rc a la d o  en tre  a lió se  loa  lóbu los re -  
cu b ierto s  dd lo s  e lec tro d o s  dobles 10-, actúan como p lacas 
p o rta  c o rr ie n te  para t ra n s m it i r  l a  o o rr ien te  a tra v é s

- de la s  a le ta s  coneotadoras 13 a un lóbu lo  de z in c  no re -
' - cu b ie rto . Los d ife re n te s  elementos cerrados entonces se

coneotan en s e r ie ,  y se impide e l  d e te r io ro  de la s  p lacas 
tím e -c o rrien te  mediante la a  oapaa conductib les 0.

ISO De l a  construcción d e s c r i ta  a r r ib a ,r e s u l ta  una p i le

155

B, que no depende de l a  p res ió n  para hacer l a  conexión 
en s e r ie  de lo s  elem entos, y que no n e o e s ita  ninguna co­
nexión soldada o fund ida. Además de e s ta s  ven ta j es lo a  
mismos elementos cerrados pueden u sarse  en la s  p i la s  A 
como se describe  a continuación .
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Para fom iar una p i la  A, conectada en p a ra le lo  con 
lo a  elementos mostrados en la  f ig u ra  3'', y cerrados como 
se ha d e sc r ito  an terio rm en te , simplemente se n eo esita  co r­
t a r  lo a  elementos armados contiguos s l a  ju n tu ra  de la s  
P a rte s  re o u b ie rta s  y no re  cu b ierta s  de cada e lec tro d o  do­
b le  10*, a d e c ir  en cade o ja l  41. Debido a la  cerradura de 
la s  bandas p ld s t io a s  21 l a s  unas con la s  o tra s  en esto s 
puntos cada elemento permanecerá completamente cerrado y 
no habrá ningún escape de e l e c t r o l i to .  Entonces sálamente 
es n ecesario  v o lv e r a armar lo s  elementos de manera que 
lo s  v a rio s  term inabas es tán  contiguos lo a  unos a lo s  o tro s  
y sdLdar lo s  mismos a un conectador común, p o r  ejemplo p o r 
soldadura 27 a lo s  conectadores oomunes 26 y 29 que se 
muestran en la s  f ig u ra s  S y 6.

A lternativam ente , una p i la  A puede s e r  formada sepa­
rando lo s  lóbu los de lo s  e lec tro d o s dobles 10 an tes de la  
armadura con láminae pequeRas de p lá s t io o  y  antea de la  
ce rradu ra . Además lo s  d ife re n te s  elementos de sino  re c u b ie r­
to s  y no re  cu b ierto s  pueden form arse independientemente 
de manera que no haya necesidad de una operación de sepa­
ra c ió n .

180

186

En la s  etapas f in a le s  en l a  fa b ric ac ió n  de la s  p i la s  
A o B, lo s  miembros d ie lé c tr ic o s  20 e s tá n  colocados a cada 
extremo de una columna y ae uaen c in ta s  de lig ad ura  31 pa­
r a  m antener lo s  elem entos ap ilados en p o sic ió n . Las c in ta s  
31 pueden s e r  de m a te ria l f ib ro so  cu b ie rto  con un adhesivo 
s e n s itiv o  e p res ió n .

Con re fe ren c ia  a la s  f ig u ra s  7 -  12*, se i lu s t r a  una 
forma modificada d e l invento^ en la  cual s e  emplean medios 
ad ic io n a les  o a l te rn a tiv o s  que actúan como eleo trodos p o s i­
t iv o s  e impiden alguna acción química en l a  p laca  o lóbulo
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c o le c to r de o o rr ie n te , represente&o p o r e l  nómero 60 en 
le s  f ig u re s  10 y 11. Estos medios ad ic ió n e le s  o a lte rn a tiv o s  
son n ecesario s debido a que es extremadamente d i f i o i l  p ro -

190 te g e r  completamente l a  p laca  tom a-corrien te  60 contra e l
d e te r io ro  químioo con l a  ap licac ió n  de m ate ria l oonduo-
t ib ie  en forma líq u id a  a l a  misma.

Por co nsig u ien te , e l invento provee un e lec trod o  do-
- b le  10 oon l a  p a r te  co lec to ra  de l a  p laca  tona c o rr ie n te

198 60 completamente p ro teg id a  por una envoltura compuesta
- de una lámina conductib le  de e le c tr ic id a d  5 y una lámina

no conductible de e le c tr ic id a d  6.  Los bordes de la s  lám i­
nas opuestas 8 y  6 e s tén  cerrados lo s  unos con tra  lo s  o tro s

* por l a  ap licac ió n  de c a lo r  y p res ió n  o mediante una suba-
800 ta n c ía  adhesiva apropiada. Pueden emplearse láminas con­

d u c tib le s  6 que es tén  compuestas de polím eros de v in i lo  
u  o tro  ácido  y re s in a s  s in té t ic a s  r e s is te n te s  a l  a lc a lin o . 
Otros ejemplos de subatanolas apropiadas para  la a  láminas 
conductib les 6 son e l  caucho n a tu ra l  y a in t  á tic o  y ocpo li-

806 meros de c lo ru ro  de v in i lo  y c lo ru ro  de v in il id e n o . Para 
que le a  lám inas 6 sean conductib les se fab rio an  de t a l

- manera que contienen carbón o g r a f i to  u  o tro e  m a te ria le s
conductib les en p a r t íc u la s  muy f in a s .  Las láminas no con-
d u o tib le s  6 pueden e s ta r  compuestas de la s  mismas suba-

810 t a n d a s  excepto que la  substancia  de carbón u  o tra  subs­
ta n c ia  conductible so om ite. Como en e l  oaao de la s  bandas 
21'. la s  lám inas no conductib les 6 pueden s e r  de "P lio film " .

Segán se muestra en la s  f ig u ra s  8 y 9 . se  debe co locar 
un tro z o  de m a te ria l p ro teo tiv o  no conductible en ambos 
lados de l a  p a r te  d e l  conectador in te g ra l  13 de cada a leo -

816 tred o  dobla 10. Esto se debe a que l a  presencia  contigua
a l  s in o  no re  cu b ie rto  de l a  lámina conductible conteniendo
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carbón o c ie r to s  o tro s  m a te ria le s  pueden r e s u l t a r  en l a  
creación de un elemento lo c a l  p e r ju d ic ia l  en e l  caso de 
que e s té  p resen te  alguna pequeña cantidad de solución 
e le c tró l i to #  En l a  f ig u ra  6,  l a  lámina no conductible 2 
se  a s ie n ta  debajo de l a  lámina conductible 5# M ientras que 
en l a  f ig u ra  9 , l a  l&aina no conductib le Té y l a  lámina 
conductible Sa se convierten en una lám ina continua oom-
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b inada 8#
Antes que l a s  lám inas 5 y 6 se apliquen a l a  p a r te  

de la  planche toma o o rrien te  50 de cada e lec tro d o  doble 
10', a l a  p a rte  50 se l e  a p lic a  preferentem ente p e r l o  ma- 
noa en e l  led o  in t e r io r  una capa 0 de l iq u id o  conductible 
de e le c tr ic id a d ', como se ha d e sc rito  en re la c ió n  con la s  
f ig u ra s  1 -  @4 l e  capa 0 s irv e  particu la rm en te  cuando es­
t á  cerrada a l a  lámina conductible 5 por medio de la  a p l i ­
cación de c a lo r  y p re s ió n , para o rea r una conexión e lé c ­
t r i c a  mejor con l a  p laca  toma o o rrien te  50# Bs p o sib le ', 
s in  embargo', o rea r una conexión e lé c tr ic a  e fe c tiv a  en tre  
l a  lámina 5 y l a  p laca  50 a in  emplear ningún m a te r ia l i n ­
te rp u e s to , p a rticu la rm en te  cuando l a  p laca  toma co rrie n te  
ae hace ásperas

Después que se han p ro teg ido  lo s  e lec tro d o s dobles 
10 de acuerdo con lo  d icho , se forman en elementos pera 
le s  p i l e s  A o B', según l a  d e sc rip c ió n  con re la c ió n  a la s  
f ig u ra s  1 -  6# De manara que la  lámina no conductible 6 
se adhiere a l  m a te ria l adhesivo 54 en la s  bandas 21, o 
se usa una cerradura apropiada a c a le r  o presión#

En l a  fa b ric ac ió n  de p i la s  B, s in  embargo', l a s  lá ­
minas no conductib les 6 separadas pueden e lim inarse  com­
pletam ente y  la s  láminas conductib les 5 pueden c e rra rse  
directam ente con tra  l a s  bandea de P llo f ilm  21 según se
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muestre en le s  fig u ra s  10 y 11. En e s ta  forma de construc­
ción una lámina ooM uctible 5 u  8 ae s ie r r a  sobre una p le ­
ca toma co rr ie n te  re c u b ie r ta  o no re  c u b ie r ta , después que 
l a  misma se ha adherido a una banda de p lá s t ic o  21 de acuer- 
do con le s  f ig u ra s  1 y 2 .

Cono en lo s  casos í f ig u ra s  4 y 5) en donde no se emplea 
l a  lámina conductible in te rp u e s ta  5 o l a  Hamina combinada 
# , una p i la  A conteniendo una lámina 5 u 8 puede s e r  f o r ­
mada de lo s  mismos elementos que una p i la  B, simplemente 
separando o fabricando separadamente l a s  elementos y en- 
tonoes conectando lo s  te rm in a les  s im ila re s  en pa ra le lo ^

E ste invento  provee un elemento chato que puede a e r 
producido económicamente en gran e sc a la  para  p i l a s  A y B 
en una variedad  considerable de formas y tamaRos, y que 
puede s e r  combinado en un conjunto de p i l a s  A y B en t a l  
forma que la s  p a r te s  A y B d e l conjunto es tán  balanceadas 
de t a l  manera que se desgastan  substenoialm ente a l mismo 
tiempo#

N O T A
En resumen: La ^a ten te  de Invención cuyo r e g is tro  se 

s o l i c i t a ,  recae rá  sobre l a s  re iv in d icac io n es  s ig u ie n te s :
1 , -  Una p i la  seca chata que comprende un e lec trod o  nega­

tiv o  chatc^ una p laca  tom o-corriente chata colocada en 
p a ra le lo  a dicho e lec tro d o  neg a tiv o , una maaa d esp o larizan ­
t e  re la tivam ente chata y un e le c t r o l i to  colocados en tre  d i­
cho e lec tro d o  negativo  y dicha p laca  tom o -co rrien te , ca rac­
te r iz a d a  por e l  hecho de que todos dichos elementos es tán  
envueltos en un fo rro  de m a te ria l d ie lé c tr ic o  f le x ib le  no 
poroao r e s i s te n te  a l  e le c t r o l i to  adaptable p a ta  c e r ra r ,  
poner en po sic ió n  y a i s l a r  lo s  mismos.

2#- Uha p i l a ,  segdn la  re iv in d icac ió n  1-, ca rac te rizada
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por e l hecho de que dicho e leo t rodo negativo  y a i  oha p la ­
ca tom a-co rrien te , c^La uno están  p ro v is to s  de una a le ta  
no conductible de e le o tr io ia a a  que sobresale  de l borde 
&e lo s  mismos y a tra v é s  de dicho fo r ro ,  dicho fo rro  ce­
rrándose a lre d e d o r de dichas a le ta s  para  im pedir e l  en­
cape d e l e l e c t r o l i to .

3 .— Una p i la  seca compuesta de uha p lu ra lid a d  de elemen­
to s  constru idos como se describe  en l a  re iv in d ica c ió n  1 
o re iv in d ica c ió n  2-, ca rac te rizad a  p o r e l hecho de que e l  
e lec tro d o  negativo  de un elemento y l a  p lace  toma e o rr ie a - 
te  de un elemento contiguo es tén  compuestos de una lám i­
na siHgple de m etal y  ea tén  conectados e léc tricam en te  po r 
una a le ta  in te g ra l  con ta n to  e l  e lec tro d o  negativo  y  le
p laca  toma co rrien te#

4.— Uha p i l a ,  según cualqu iera  de la a  re iv in d icac io n es  
anteriores?, ca rac te rizad a  po r e l  hedió de que se provean 
re sp irad o res  dentro  de dicho fo rro  para re te n e r  lo s  p ro ­
ductos descargados durante l a  operación d e l elemento#

8#- Uha p i l a ,  según cualqu iera de la s  re iv in d icac io n es  
a n te r io re s , ca rac te rizad a  por e l  hecho de que una p l u r a l i ­
dad de elementos e s tén  envueltos en un fo rro  común da ma­
t e r i a l  d ie lé c tr ic o  f le x ib le  no poroso r e s is te n te  a l  e le c ­
t r o l i t o  en vez de fo rro s  in d iv id u a le s  o separados?, dicho 
fo rro  común cerrándose a lred ed o r de cada elemento para 
f  o ru a r compartimentos separados para l a  envo ltu ra in d iv i­
dual de ceda elemento#

6#— Uha p i l a ,  según l a  re iv in d icac ió n  8*, ca rac te rizad a  
p o r e l  hecho de que lo s  elementos in d iv id u a le s  e s tén  ap i­
lad o s  con sus su p e rf ic ie s  chacas contiguas la s  unas a l a s  
o tra s  mediante l a  dobladura d e l fo rro  común e n tre  lo s  e le­

mentos contiguos para p ro d u c ir una forma z ig  zag#
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6, oara e terizad a  po r e l  heoho de que ae provea una oapa 
anherente aobre l a  su p e rf ic ie  in t e r io r  de dicho fo rro  co­
mún para mantener en p o sic ió n  y re te n e r  dicho e lec trodo  
negativo y dicha p laca  toma eo rrien te ', ta n to  durante', como 
después de la s  operaciones de armadura y c ie rre#

6#- Una p ila ',  según cra.alqn.iera de la s  re iv in d icac io n es  
a n te r io re s , ca rac te rizad a  por e l  hecho de que p o r  lo  me­
nos una de la s  su p e rf ic ie s  de dicha p laca  toma co rrien te  
tie n e  una capa de m a te ria l líq u id o  eonduetib la  de e l e c t r i ­
cidad y re s is te n te  a l  e l e c t r o l i to .

9 . -  Uha p i l a ,  según cualqu iera de la s  re iv in d icac io n es  
a n te rio ra # , ca rac te rizad a  po r e l hecho de que una lámina 
conductible de e le c tr ic id a d  e s té  colocada sobre la  cara 
de l a  p laca tema c o rr ie n te  que e s té  contigua a la  masa 
d e sp o la riz a n te , y porque una lámina no conductib le de e le c ­
tr ic id a d  e s té  colocada en l a  cara opuesta de dioha placa 
toma co rrien te^  dichas láminas conductib les y no conduc­
t ib le s ',  estando enlazadas l a s  unas con l a s  o tra s  contigua­
mente a lo s  extremos de l a  p laca  toma c o rr ie n te  y  siendo 
resis ten tes  a l  e le c t r o l i to  para im pedir e l  d e te r io ro  de la  
p laca  toma c o rr ie n te .

10. -  Uha p i l a ,  según oualquiera de la s  re iv in d ic a c io ­
nes 1 a 6 , ca rac te rizad a  por e l  hecho de que l a  cara de d i ­
cha p laca  toma co rrie n te  contigua a l a  masa d e sp o la ri­
zante e s tá  p ro teg ida  p o r una lámina de m a te ria l conducti­
b le  de e le c tr ic id a d  r e s i s te n te  a l  e l e c t r o l i to .

11*- Uha p i l a ,  según la  re iv ind io ac ión ea  B o SP, carac te­
rizad a  por e l  heoho de que una lám ina de m a te ria l conduc­
t ib l e  de e le c tr ic id a d  re s is te n te  a l  e l e c t r o l i to  e s tá  coloca­
da sobre una cara de la  placa toma c o rr ie n te  y una lámina
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de m a te ria l no conduotibie de e le c tr ic id a d  r a s is te n te  a l  
e le c t r o l i to  estáaeolooada sobra l a  cara opuesta de l a  placa 
toma c o rr ie n te , diohaa láminas oonduotiblea y no o ondú c- 
t ib le s  estando enlazabas l a  una con la  o tra  contiguamente 
a  lo a  extremos de la  p laca  toma co rr ie n te  y cerrándose a l­
rededor Aa l a  a le ta  so b re sa lie n te  para  im pedir que e l e le c ­
t r o l i t o  tenga oontaoto con le  p laca  toma co rrien te#

12*- Hha p i l a ,  según la  re iv in d icac ió n  11, c a ra c te r iz a ­
da p o r e l  hecho de que un tro z o  de m a te ria l no conducti­
b le  de e le c tr ic id a d  re s is te n te  a l  e le c t r o l i to  e s tá  i n ­
te rc a la d o  en tre  dicha lámina conductib le  y dioha a le ta  
para  im pedir l a  creación  de un elemento loca l*

13*- Una p ila ',  según cualqu iera de l a s  re iv in d icac io n es  
9 -  12', ca rac te rizad a  p o r e l  hecho de que dicha lámina 
conductible de e le c tr ic id a d  e s tá  enlazada a l a  p laoa tema 
co rrien te*

14*- Una p i l a ,  según la  re iv in d ica c ió n  13, c a rac te riza ­
da por e l hecho de que e l enlace de l a  lámina conducti­
b le  a l a  p laca  toma oo rrien teese  e fec tú a  po r la  in te rc a ­
la c ió n  de un m ateria l interm edio conductible de e l e c t r i ­
cidad*

15*- Bha p ila ',  según cualquiera de la s  re iv in d icac io n es  
6 -7  ca rac te rizad a  p o r e l  hecho de que una lámina de 
p lá s t ic o  conductible de e le c tr ic id a d  re s is te n te  a l  ele<^* 
t r o l i t o  ae coloca sobre l e  cara i n t e r io r  de cada p laca  
toma corriente?, cerrándose oon e l  dicho fo rro  común de 
m a te ria l d ie lé c tr ic o  f le x ib le  no poroso r e s i s te n te  a l  
e le c tr o l i to ^

16*- Uha p i l a ,  aegdn cualqu iera de la a  re iv ind ioacionee 
6 -  15^ ca rac te rizad a  por e l  hecho de que la  capa o lámi­
na conductible deeL ectric idad  que pro tege l a  plaoa toma
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c o rr ie n te  o que enlaza l a  lámina p ro te  a to ra  a la  place 
tana c o rr ie n te , ea un p lá s t ic o  conteniendo cartón  en pan- 
t io u le a  f in a s .

17. -  Una p ila ',  según cualqu iera  de la s  re iv ind icac ion es  
an te rio re s ', ca rac te rizad a  p o r e l  hecho de que dicho e le c ­
trodo  negativo  y d icha p laca toma c o rr ie n te  son de s in o
y porque e l forro; e x te r io r  es de caucho o l orina do.

18. — Se re iv in d ica ', po r ú ltim o , cono ob je to  sobre e l  
que ha de re c a e r  le  Paten te  de Invención que se s o l i c i ­
t a ,  UNA. PILA. SEGA.

Todo conforme queda d e sc r ito  en la  p resen te  Memoria', 
que consta de o a to rce  páginas e s c r i ta s  a máquina po r 
una so la  cara y d ibu jos que se acompasen.

Madrid', 4 de Septiembre de 1952 
Â PONSO UNGBIA

! . i 'A ' jt  ̂ L*, ̂Í
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